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IEC 60068-2-45:1980 zavedena v CSN EN 60068-2-45+A1:1995 (34 5791) Zkouseni vliv(l prostfedi -
Cést 2-45: Zkousky - Zkoudka XA a n&vod: Ponofeni do Cisticich rozpoustédel (idt EN 60068--
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IEC 60286 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 60286 (35 8292) Baleni sou¢astek pro automatickou
montaz

IEC 60286-3 zavedena v CSN EN 60286-3 ed. 2 (35 8292) Baleni sou¢astek pro automatickou
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4: TyCové zasobniky pro elektronické soucastky zapouzdrené v pouzdrech tvaru E a G) (idt EN 60286-
4:1998;

idt IEC 60286-4:1998)
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IEC 61760-2 zavedena v CSN EN 61760-2 ed. 2 (35 9310) Technologie povrchové montéze - Cast 2:
Podminky pro prepravu a skladovani soucastek pro povrchovou montaz (SMD) - Pokyn pro pouziti (idt
EN 61760-2:2007; idt IEC 61760-2:2007)

IEC 62090 zavedena v CSN EN 62090 (35 9390) Etikety na obalech elektronickych souc¢astek
pouzivajici ¢arovy kéd a dvourozmérné symboliky (idt EN 62090:2003; idt IEC 62090:2002)

ISO 8601 zavedena v CSN 1SO 8601 (97 9738) Datové prvky a formaty vymény - Vyména informaci -
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Informativni Udaje z IEC 61760-3:2010

Mezinarodni norma IEC 61760-3 byla pfipravena technickou komisi IEC: 91: Technologie elektronické
montaze.
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Predmluva

Text dokumentu 91/856/CDV, budouci 1. vydani IEC 61760-3, pripravené IEC TC 91 Technologie

elektronické montaze, byl navrzen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako
EN 61760-3 dne 2010-04-01.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovym pravim.
CEN a CENELEC nenese odpovédnost za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech téchto patentovych prav.

Byla stanovena tato data:



* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
ozndmeni o schvaleni EN k pfimému pouzivani
jako normy nérodni

* nejzazsi datum zruseni ndrodnich norem,
které jsou s EN v rozporu

Priloha ZA byla doplnéna CENELEC.

Oznameni o schvélenf{

(dop)

(dow)

2011-01-01

2013-04-01

Text mezindrodni normy IEC 61760-3:2010 byl schvadlen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv

modifikaci.
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1 Rozsah platnosti a pfedmét normy

Tato ¢ast IEC 61760 uvadi sadu odkazl na pozadavky, podminky procesu a na prislusné zkusebni
podminky, které se maji pouzit pfi sestavovani specifikaci elektronickych soucastek, které jsou urceny
pro montaz do prlichozich otvorl technologii pajeni pretavenim (THR).

U¢elem této normy je zajistit, aby sou¢astky s vyvody uréené pro montdz THR a povrchovou montéz
soucastek prochazely stejnym zplsobem osazovani a montaze. Tato norma definuje zkousky

a pozadavky, které jsou nezbytné pro kmenovou, dil¢i a predmeétovou specifikaci libovolné soucastky,
uréené pro pajeni pretavenim do priichozich otvor(. Tato norma déale poskytuje uZivateldim

a vyrobclm sadu odkazl na typické podminky zpracovani pro technologii pajeni pretavenim do
prdchozich otvord.

Konec nahledu - text ddle pokracuje v placené verzi CSN.



